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Hochintegrierte, kostenglinstige und flexible
Mehrwellenlangen-Laserquellen

Motivation

Die Qualitatssicherung der Fertigung kritischer Kompo-
nenten stellt die moderne Messtechnik zunehmend vor
grofle Herausforderungen: Eine immer grofRere Bauteil-
vielfalt muss in immer kiirzeren Taktraten mit immer
hoherer Prizision vermessen werden. Optische Mess-
techniken - vor allem holographische Messverfahren -
konnten hier elegante und nachhaltige Lésungen dar-
stellen, leider fehlt es hiufig an geeigneten Lichtquellen.
Insbesondere wenn grofd ausgedehnte, metallisch raue
Oberflachen vermessen werden miissen, sind bei diesen
Verfahren mehrere prizise aufeinander abgestimmte,
stabile Laserlichtquellen erforderlich. Bis dato sind diese
Quellen teuer, grofd oder gar nicht verfiigbar. Dieses
Problem wird MultiLambdaChip trickreich 16sen und
damit das volle Potential interferometrischer Messtech-
nik fir die industrielle Nutzung erschliefden.

Ziele und Vorgehen

Durch eine hochintegrierte, kostengiinstige und
flexible Mehrwellenldngen-Laserquelle wird erstmals
der wirtschaftliche Einsatz von kompakten, hologra-
phischen Messsystemen in einer Vielzahl von Anwen-
dungen ermoglicht. Ein neuartiger, photonischer
Schaltkreis auf Lithiumniobat-Basis manipuliert und
konvertiert das Licht einer Laserdiode im Telekom-
Spektralbereich bei 1550 nm derart, dass dieses zur
hochgenauen Messung mit mehreren Wellenldngen im
sichtbaren Spektralbereich eingesetzt werden kann.

Innovation und Perspektiven

Kritische Komponenten mit geringen Toleranzen und
hohen Taktraten kommen in einer Vielzahl moderner
Technologiebranchen vor - beispielsweise in der
Fertigung von Mikrochips oder von Hochleistungs-
elektroniken fiir E-Mobility und regenerative Energien.
Durch MultiLambdaChip kénnen viele aktuell unge-
16ste Problemstellungen in der Fertigung erstmals
adressiert werden.
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